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Universal Contact is an independent SMT contact which provides
an electrical connection between a device and a PCB. The contact
is manufactured as a single piece stamped product, incorporating
pre-load and anti-lift features. The Universal Contact has been
designed to replace traditional interfaces where the contact is
custom designed into the component. It can be used to connect
a number of device components in any direction and configura-
tion using the same interface.

Features & Benefits of the Design
• Range of heights available:

- 1.3mm contact with the minimum pitch of 1.35mm
- 1.8mm contact with the minimum pitch of 1.25mm  
- 2.5mm contact the minimum pitch is 1.35mm 
- 3.5 & 4.0mm minimum pitch is 1.45mm

• Solderwell that prevents solder wicking up the 
contact

• “Side wings” protect the active parts of the 
contact which prevent contact from 
overstressing and potential damage

• Domed contact point allows good hertz stress and 
low contact resistance
• The X-Y-Z movement allows robust connection 

between the contact and component assembly 
during shock and vibration

• Compliant with WEEE and RoHS directives.

Materials & Finishes
Base material Beryllium Copper
Plating Selective Au in contact area 1m 

min over Au stripe, 0.05 - 0.1 m over 
Ni 1.0 - 3.0 m

Electrical
Contact resistance Max 20 mΩ

Max current rating 2.0 amps nominal 3.0 amps peak

Environmental
Operating temperature -40˚C and +85˚C
Humidity Operable in 90% relative humidity

(temp + 40˚C)
Solder systems Infrared and hot air reflow
Vibration In accordance with IEC 68-2-36
Shock In accordance with IEC 68-2-27, 30 g

Mechanical See selection table on the right for 
contact forces at specific mating heights 

Maximum mating cycle based on mating PCB plated with 0.05  Au
over 2.0  m Ni = 3,000 cycles.  (Wear resistance is subject to mating
component surface finish and plating type, increased mating 
component plating spec = increased mating cycles.)

Packaging Packaged in 12mm wide tape & reel
packaging to EIA-481 standards

Additional Advantages of using Universal Contacts

• Qualification time reduction - same contact for many components
• Allows standard interface across applications and platforms
• Freedom to position at an angle - not fixed by mating component

Applications

• Handset
• Solderless component interconnect
• I/O connector / Board to board 

interconnect
• Battery contact / Antenna contact
• Grounding contact / SIM contact 

Laptops & Computers
• Memory Stick

Home Electronic Devices / White Goods
• Smoke detectors / Security alarm systems
• Home appliances
• Automotive - Keyfob
• Medical - CT scan equipment
• Industrial - Circuit breaker for GPS

beckon

Contacts
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Specifications and dimensions subject to change
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                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
 
                                                         www.lifeelectronics.ru 

 

ООО “ЛайфЭлектроникс”                                                                                                                  “LifeElectronics” LLC 
ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703  

 

      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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